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電子情報技術産業協会技術レポート 

 

集積回路パッケージデザインガイド 

ファインピッチ・ボールグリッドアレイ／ 

ファインピッチ・ランドグリッドアレイ 

Design guideline of integrated circuits 
for Fine-pitch Ball Grid Array and Fine-pitch Land Grid Array 

(FBGA／FLGA) 
 

まえがき 近年の電子機器の小形化，高機能化及び高性能化に対応して，このデザインガイドでは，BGA

及びLGAパッケージのうち，それを狭ピッチ化して小形化したFBGA及びFLGAパッケージの外形寸法の

標準化を図ることを目的としている。また,狭ピッチ化に伴いウエハレベルCSPについてもFBGA及び

FLGAパッケージの一形態と位置付け，外形寸法の標準化を図る。 

 各寸法値の規定に当たっては，設計標準値をできる限り示し，標準化指標としての役割を高めること

を目指している。 

 

1. 適用範囲 このデザインガイドは，EIAJ ED-7300でFORM-Dとして分類されるパッケージのボール

グリッドアレイ及びランドグリッドアレイ(以下，それぞれBGA，LGAという。)のうち，端子直線間隔

が0.80mm以下であるファインピッチBGA及びファインピッチLGAの全てのパッケージ構造及び材料の

タイプに共通する外形図及び寸法について規定する。 

 

2. 引用規格及び文章 

  EIAJ ED-7300 半導体パッケージの外形規格作成に関する基本事項 
  EIAJ ED-7302 集積回路パッケージデザインガイド作成マニュアル 
    EIAJ ED-7303 集積回路パッケージの名称及びコード 

 

3.  用語の定義 このデザインガイドで用いる主な用語の定義は，4.，6.及び EIAJ ED-7300による

ほか，新規の用語については本体中の定義による。 

 

4. パッケージの定義 

4.1 FBGA，FLGAの定義 プリント配線基板に表面実装できるように，パッケージ本体のベース面に金

属ボール，金属バンプ，又は金属ランドを一定の間隔で格子上に並べて外部端子としたパッケージのう

ち，端子直線間隔が0.80mm以下，かつ，外部端子が0.1mmを超える金属ボ-ルのパッケージをFBGA，端

子直線間隔が0.80mm以下，かつ外部端子が0.10mm以下の高さの金属バンプ又は金属ランドのパッケー

ジをFLGAとする。 
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4.2 構造の定義  

1) フランジ・タイプ(Flanged Type) パッケージ外形(パッケージ長さ，幅)寸法が，そのパッケー

ジに搭載するチップの周囲部分を構成するパッケージの部位によって決まる外形のタイプ。 

2) アルチップサイズ・タイプ(Type of Real Chip Size) パッケージ外形(パッケージ長さ，幅)寸

法が，そのパッケージに搭載するチップ外形によって決まる外形のタイプ。即ち，チップサイズ

が変更された場合，パッケージ外形寸法が変化するタイプのパッケージを指す。  

3) ウエハレベルCSP(Wafer Level CSP) リアルチップサイズ・タイプのうち，ウエハ状態で再配線

を施し，エリアアレイ状に端子を配置したFBGA及びFLGAパッケージ。 

 

5. 端子番号の付け方 端子番号の付け方は，パッケージ本体を取り付け下面からみて，インデックス

を左下側に配置した状態で，インデックスコーナに最も近い水平列をA列とし，上方に遠ざかるに従っ

て，B，C，…AA，AB…とする。また，インデックスコーナに最も近い垂直列を1列とし，右方向に遠ざ

かるに従って，2，3，…とする。端子番号はこれらを組み合わせ，A1，B1のように表す。ただし，水平

列を表す文字としてI，O，Q，S，X，Zは使用しない。 

 

6. パッケージ長さとパッケージ幅の定義 パッケージ本体を取付下面からみて，インデックスを左下

側に配置した状態で，垂直方向をパッケージ長さ(D)，水平方向をパッケージ幅(E)とする。また，パッ

ケージ長さとパッケージ幅の大小関係は定義しない。 

 

7. 呼び寸法 呼び寸法は，10.1による。 

 

8. 端子直線間隔とパッケージタイプの適用範囲 

フランジタイプ リアルチップサイズ（ウエハレベルCSP） パッケージタ

イプ FBGA FLGA FBGA FLGA 

材料 P T C P T C P  T C S P T C 

0.4～0.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

0.3 ○   ○   ○   WLCSP ○   

ピ 

ッ 

チ 0.25          WLCSP    
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9. 照合文字と図面 

9.1 FBGA外形図 
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9.2 FLGA外形図 
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注(1) 取付面を示す。取付面とは，パッケージを取り付ける面に対して，パッケージが接触し合う面

である。 

注(2) インデックスマークの許容位置を示す。インデックスマークはA1コーナーとし，IEC規格に

準拠し，ボディサイズ1/16を基本とし，ボディサイズが小さい場合でもパッケージ1/4より

少ない面積の斜線部の領域内にその面積のすべてが包含されていなければならない。 

注(3) パッケージ端の許容量である面の輪郭度公差(v)は，基板の4つの側面に適用する。 

注(4) 端子の位置度公差(x)は，すべての端子に適用する。 

注(5) 端子径(b)は取付面から垂直に投影視したときの最大径で規定する。 

注(6)  SD   SE  は，A，Bで規定されるデ-タムラインに対し，最も近い位置に配列される端子の位

置を規定する。 

注(7) データムA，Bの規定については解説にて述べる。 

注(8) A1，A2，A3，A4，B1，B2，B3，B4は，データムを決める端子を表す。 

備考 端子存在範囲(TERMINAL LAND AREA) 端子の存在しうる範囲を図３に示す。 
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10. 外形寸法 

10.1 グル-プ１ 

 表１ 

 単位 mm 

呼称 照合文字 規  定 推奨値 補足事項 

呼び寸法 Ｅ×D 

(1) フランジタイプ 

パッケージ幅Ｅとパッケージ長さＤの小数点以下

1桁の組合せを呼び寸法とする。 
(2) リアルチップサイズタイプ  
パッケージ幅Ｅとパッケージ長さＤの小数点以下

2桁までの組合せを呼び寸法とする。 

－ －  

パッケージ

長さ 
Ｄ 

(1) フランジタイプ 

パッケージ長さ Ｄnom 

最小 1.5，最大 21.0で，0.5刻みとする。 

ただし，外形が正方形タイプ(D=E)の場合に限

り， 

14.5までは0.5刻み， 

15.0以上は1.0刻みとする。 
(2) リアルチップサイズタイプ  

小数点以下2桁までの寸法で表す。 

パッケージ長さ Ｄnom 

最小   0.50 

最大  21.00 

－ 

リアルﾁｯﾌﾟ

ｻｲｽﾞの場合

は理論値で

は無いため

呼び寸法の

□囲いは省

く表記とな

る。 

パッケージ

幅 
Ｅ 

(1) フランジタイプ 

パッケージ幅 Ｅnom 

最小 1.5，最大 21.0で,0.5刻みとする。 

ただし，外形が正方形タイプ(D=E)の場合に限

り， 

14.5までは0.5刻み， 

15.0以上は1.0刻みとする。 
(2) リアルチップサイズタイプ 

  小数点以下2桁までの寸法で表す。 

パッケージ幅 Ｅnom 

最小  0.50 

最大  21.00 

－ 

リアルﾁｯﾌﾟ

ｻｲｽﾞの場合

は理論値で

は無いため

呼び寸法の

□囲いは省

く表記とな

る。 
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 表１（つづき） 単位 mm 

呼称 照合文字 規  定 推奨値 補足事項 

パッケージ

端の許容量 

 

ｖ 

 

(1) フランジタイプ(FBGA,FLGA)に適用。 

ｖ=0.15 

(2) リアルチップサイズタイプ(ウエハレベルCSP)

に適用。 

ｖ=0.05 

－ 

(1)バリを 

含む。 

パッケージ

の中心位置

の許容値 

ｗ 

(1) フランジタイプ(FBGA,FLGA)に適用。  

 

 

 

 

 

 

 

(2) リアルチップサイズタイプ(ウエハレベルCSP)
に適用。 
 ｗ=0.05 

－ － 

取り付け 

高さ 
Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

(1)ヒート

スラグを含

む。 

(2)パッケ

ージの反り

及び傾きを

含む。 

スタンドオ

フ高さ 
Ａ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

ｅ ｗ 

0.80 0.20 

0.65 0.20 

0.50 0.20 

0.40 0.15 

0.30 0.15 
 

Ａmax. 

0.30 

0.40 

0.50 

0.65 

0.80 

1.00 

1.20 

1.70 

2.00 

 

(1) FBGAに適用。 

ｅ ｂnom. Ａ1min. Ａ1nom. Ａ1max. 

0.80 0.50 0.35 0.40 0.45 

 0.45 0.30 0.35 0.40 

0.65 0.40 0.28 0.33 0.38 

0.50 0.30 0.20 0.25 0.30 

0.40 0.25 0.15 0.20 0.25 

0.30 0.20 0.10 0.15 0.20 

 (2) FLGAに適用。 

  Ａ1max.=0.10 
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表１（つづき）            単位 mm 

呼称 照合文字 規  定 推奨値 補足事項 

端子直線間

隔 
ｅ 

ｅ  = 0.80     

      0.65 

      0.50 

      0.40 

   0.30 

   0.25 

－ － 

端子径 ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

    － 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

(1) FBGAに適用 

ｅ min. nom. max. 

0.80 0.45 

0.40 

0.50 

0.45 

0.55 

0.50 

0.65 0.35 0.40 0.45 

0.50 0.25 0.30 0.35 

0.40 0.20 0.25 0.30 

0.30 0.17 0.20 0.23 
 

(2) C-FLGAに適用 

ｅ Min. nom. max. 

0.80 0.45 0.50 0.55 

0.65 0.35 0.40 0.45 

0.50 0.25 0.30 0.35 

0.40 0.20 0.25 0.30 

 
(3) P-FLGAに適用 

ｅ min. nom. max. 

0.80 0.35 0.40 0.45 

0.65 0.28 0.33 0.38 

0.50 0.20 0.25 0.30 

0.40 0.15 0.20 0.25 

0.30 0.12 0.15 0.18 

0.25 0.10 0.13 0.16 

 

 
ｅ ｂnom. 

0.80 0.50 

0.65 0.40 

0.50 0.30 

0.40 0.25 

0.30 0.20 
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表１（つづき）                単位 mm 

呼称 照合文字 規  定 推奨値 補足事項 

端子 

中心位置 

許容値 

ｘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 

端子最下面

の均一性 
ｙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 

パッケージ

上面の 

平行度 

ｙ1 

 

ｙ１ = 0.20 

 

 

－ － 

長さ方向の

中央端子 

位置 

ＳＤ 

ＭＤが奇数の場合 ＳＤ = ０ 

ＭＤが偶数の場合 ＳＤ =  ｅ  /２ 

 

－ － 

幅方向の 

中央端子 

位置 

ＳＥ 

ＭＥが奇数の場合 ＳＥ = ０ 

ＭＥが偶数の場合 ＳＥ  =  ｅ  /２   

 

ｅ ｙ 

0.80 0.10 

0.65 0.10 

0.50 0.08 

0.40 0.08 

0.30 0.05 

0.25 0.05 

 

ｅ ｘ 

0.80 0.08 

0.65 0.08 

0.50 0.05 

0.40 0.05 

0.30 0.03 

0.25 0.03 
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 表１（つづき） 単位 mm 

呼称 照合文字 規  定 推奨値 補足事項 

端子配置  

端子直線間隔  ｅ ，マトリックス数ＭＤ，ＭＥ，及

び中央端子位置   ＳＤ ，ＳＥ で指定される端子位置

に端子を配置する。 

－ － 

端子数 ｎ 

長さ方向の

マトリック 

ス数 

ＭＤ 

幅方向の 

マトリック 

ス数 

ＭＥ 

(1) FBGA/FLGAに適用 

ｎmax. = ＭＥ max   × ＭＤ max 

         ＭＥ max –1× ＭＤ max 

         ＭＥ max   × ＭＤ max –1 
         ＭＥ max –1× ＭＤ max –1 
上記の最大マトリックス数を表３に規定する。 

 

(2)  FLGAだけに適用 

ｎmax. =  ＭＥ max +1× ＭＤ max 

          ＭＥ max   × ＭＤ max +1 

          ＭＥ max +1× ＭＤ max +1 

上記の最大マトリックス数を表３に規定する。 

 

ＭＤmax≦( Ｄ -ｂmax-v-w-x-2 (E.C.))/ ｅ＋１ 

ＭＥmax≦( Ｅ -ｂmax-v-w-x-2 (E.C.))/ ｅ＋１ 

E.C.：Edge clearance(0.11mm) 

－ 

表は, 

Ｄ,Ｅ各辺

の考え方を

示し, 

ＭＥ×ＭＤと

してｎを示

す。 

 
10.2 グル-プ２ 

 表２ 単位 mm 

呼称 照合文字 規  定 推奨値 補足事項 
長さ方向の 
オーバハング 

ＺＤ ＺＤ  = {Ｄnom.－(ＭＤ－１)×ｅ }/２ － － 

幅方向の 
オーバハング 

ＺＥ ＺＥ  = {Ｅnom.－(ＭＥ－１)×ｅ }/２ － － 

端子存在範囲に

おける端子径 
ｂ3 ｂ3 = ｂmax.+ｘ － － 
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表３ Ｄ／Ｅ，ＭＤ／ＭＥ，の組合せ一覧 

表３－1 ｅ＝0.80mm pitch FBGA/FLGA 

Ｄ orＥ 

フランジ 

タイプ 

リアルチップ 

サイズタイプ 

ＭＤ max 

又は 

ＭＥ max 

ＭＤ max-1 

又は 

ＭＥ max-1 

ＭＤ max+1 or 

ＭＥ max+1 

(FLGAだけに適用) 

1.5 0.95～1.74 － － 2 

2.0 

2.5 
1.75～2.54 2 － 3 

3.0 

3.5 
2.55～3.34 3 2 4 

4.0 3.35～4.14 4 3 5 

4.5 

5.0 
4.15～4.94 5 4 6 

5.5 4.95～5.74 6 5 7 

6.0 

6.5 
5.75～6.54 7 6 8 

7.0 

7.5 
6.55～7.34 8 7 9 

8.0 7.35～8.14 9 8 10 

8.5 

9.0 
8.15～8.94 10 9 11 

9.5 8.95～9.74 11 10 12 

10.0 

10.5 
9.75～10.54 12 11 13 

11.0 

11.5 
10.55～11.34 13 12 14 

12.0 11.35～12.14 14 13 15 

12.5 

13.0 
12.15～12.94 15 14 16 

13.5 12.95～13.74 16 15 17 

14.0 

14.5 
13.75～14.54 17 16 18 

15.0 

15.5 
14.55～15.34 18 17 19 

16.0 15.35～16.14 19 18 20 

16.5 

17.0 
16.15～16.94 20 19 21 

17.5 16.95～17.74 21 20 22 

18.0 

18.5 
17.75～18.54 22 21 23 

19.0 

19.5 
18.55～19.34 23 22 24 

20.0 19.35～20.14 24 23 25 

20.5 
20.15～20.94 25 24 26 

21.0 
20.95～21.0 26 25 27 
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表３ Ｄ／Ｅ，ＭＤ／ＭＥ，の組合せ一覧 

表３－２ ｅ＝0.65mm pitch FBGA/FLGA 

Ｄ orＥ 

フランジ 

タイプ 

リアルチップ 

サイズタイプ 

ＭＤ max 

又は 

ＭＥ max 

ＭＤ max-1 

又は 

ＭＥ max-1 

ＭＤ max+1 or 

ＭＥ max+1 

(FLGAだけに適用) 

1.5 0.85～1.49 － － 2 

2.0 1.50～2.14 2 － 3 

2.5 

3.0 
2.15～2.79 3 2 4 

3.5 2.80～3.44 4 3 5 

4.0 3.45～4.09 5 4 6 

4.5 4.10～4.74 6 5 7 

5.0 

5.5 
4.75～5.39 7 6 8 

6.0 5.40～6.04 8 7 9 

6.5 6.05～6.69 9 8 10 

7.0 

7.5 
6.70～7.34 10 9 11 

8.0 7.35～7.99 11 10 12 

8.5 8.00～8.64 12 11 13 

9.0 

9.5 
8.65～9.29 13 12 14 

10.0 9.30～9.94 14 13 15 

10.5 9.95～10.59 15 14 16 

11.0 10.60～11.24 16 15 17 

11.5 

12.0 
11.25～11.89 17 16 18 

12.5 11.90～12.54 18 17 19 

13.0 12.55～13.19 19 18 20 

13.5 

14.0 
13.20～13.84 20 19 21 

14.5 13.85～14.49 21 20 22 

15.0 14.50～15.14 22 21 23 

15.5 

16.0 
15.15～15.79 23 22 24 

16.5 15.80～16.44 24 23 25 

17.0 16.45～17.09 25 24 26 

17.5 17.10～17.74 26 25 27 

18.0 

18.5 
17.75～18.39 27 26 28 

19.0 18.40～19.04 28 27 29 

19.5 19.05～19.69 29 28 30 

20.0 

20.5 
19.70～20.34 30 29 31 

20.35～20.99 31 30 32 
21.0 

21.00 32 31 33 
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表３ Ｄ／Ｅ，ＭＤ／ＭＥ，の組合せ一覧 

表３－３ ｅ＝0.50mm pitch FBGA/FLGA 

Ｄ orＥ 

フランジ 

タイプ 

リアルチップ 

サイズタイプ 

ＭＤ max 

又は 

ＭＥ max 

ＭＤ max-1 

又は 

ＭＥ max-1 

ＭＤ max+1 or 

ＭＥ max+1 

(FLGAだけに適用) 

1.0 0.72～1.95 － － 2 

1.5 1.22 2 － 3 

2.0 1.72～2.21 3 2 4 

2.5 2.22～2.71 4 3 5 

3.0 2.72～3.21 5 4 6 

3.5 3.22～3.71 6 5 7 

4.0 3.72～4.21 7 6 8 

4.5 4.22～4.71 8 7 9 

5.0 4.72～5.21 9 8 10 

5.5 5.22～5.71 10 9 11 

6.0 5.72～6.21 11 10 12 

6.5 6.22～6.71 12 11 13 

7.0 6.72～7.21 13 12 14 

7.5 7.22～7.71 14 13 15 

8.0 7.72～8.21 15 14 16 

8.5 8.22～8.71 16 15 17 

9.0 8.72～9.21 17 16 18 

9.5 9.22～9.71 18 17 19 

10.0 9.72～10.21 19 18 20 

10.5 10.22～10.71 20 19 21 

11.0 10.72～11.21 21 20 22 

11.5 11.22～11.71 22 21 23 

12.0 11.72～12.21 23 22 24 

12.5 12.22～12.71 24 23 25 

13.0 12.72～13.21 25 24 26 

13.5 13.22～13.71 26 25 27 

14.0 13.72～14.21 27 26 28 

14.5 14.22～14.71 28 27 29 

15.0 14.72～15.21 29 28 30 

15.5 15.22～15.71 30 29 31 

16.0 15.72～16.21 31 30 32 

16.5 16.22～16.71 32 31 33 

17.0 16.72～17.21 33 32 34 

17.5 17.22～17.71 34 33 35 

18.0 17.72～18.21 35 34 36 

18.5 18.22～18.71 36 35 37 

19.0 18.72～19.21 37 36 38 

19.5 19.22～19.71 38 37 39 

20.0 19.72～20.21 39 38 40 

20.5 20.22～20.71 40 39 41 

21.0 20.72～21.00 41 40 42 
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表３ Ｄ／Ｅ，ＭＤ／ＭＥ，の組合せ一覧 

表３－４ ｅ＝0.40mm pitch FBGA/FLGA 

Ｄ orＥ 

フランジ 

タイプ 

リアルチップ 

サイズタイプ 

ＭＤ max 

又は 

ＭＥ max 

ＭＤ max-1 

又は 

ＭＥ max-1 

ＭＤ max+1 or 

ＭＥ max+1 

(FLGAだけに適用) 

1.0 1.50～1.95 － － 2 

1.5  2 － 3 

2.0 1.96～2.45 3 2 4 

2.5 2.46～2.95 5 4 6 

3.0 2.96～3.45 6 5 7 

3.5 3.46～3.95 7 6 8 

4.0 3.96～4.45 8 7 9 

4.5 4.46～4.95 10 9 11 

5.0 4.96～5.45 11 10 12 

5.5 5.46～5.95 12 11 13 

6.0 5.96～6.45 13 12 14 

6.5 6.46～6.95 15 14 16 

7.0 6.96～7.45 16 15 17 

7.5 7.46～7.95 17 16 18 

8.0 7.96～8.45 18 17 19 

8.5 8.46～8.95 20 19 21 

9.0 8.96～9.45 21 20 22 

9.5 9.46～9.95 22 21 23 

10.0 9.96～10.45 23 22 24 

10.5 10.46～10.95 25 24 26 

11.0 10.96～11.45 26 25 27 

11.5 11.46～11.95 27 26 28 

12.0 11.96～12.45 28 27 29 

12.5 12.46～12.95 30 29 31 

13.0 12.96～13.45 31 30 32 

13.5 13.46～13.95 32 31 33 

14.0 13.96～14.45 33 32 34 

14.5 14.46～14.95 35 34 36 

15.0 14.96～15.45 36 35 37 

15.5 15.46～15.95 37 36 38 

16.0 15.96～16.45 38 37 39 

16.5 16.46～16.95 40 39 41 

17.0 16.96～17.45 41 40 42 

17.5 17.46～17.95 42 41 43 

18.0 17.96～18.45 43 42 44 

18.5 18.46～18.95 45 44 46 

19.0 18.96～19.45 46 45 47 

19.5 19.46～19.95 47 46 48 

20.0 19.96～20.45 48 47 49 

20.5 20.46～20.95 50 49 51 

21.0 20.96～21.00 51 50 52 
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表３ Ｄ／Ｅ，ＭＤ／ＭＥ，の組合せ一覧 

表３－５ ｅ＝0.30mm pitch FBGA/FLGA 

Ｄ orＥ 

フランジ 

タイプ 

リアルチップ 

サイズタイプ 

ＭＤ max 

又は 

ＭＥ max 

ＭＤ max-1 

又は 

ＭＥ max-1 

ＭＤ max+1 or 

ＭＥ max+1 

(FLGAだけに適用) 

1.0 0.58～1.17 － － 2 

1.5 1.18～1.77 3 2 4 

2.0 1.78～2.07 5 4 6 

2.5 2.08～2.67 6 5 7 

3.0 2.68～3.27 8 7 9 

3.5 3.28～3.57 10 9 11 

4.0 3.58～4.17 11 10 12 

4.5 4.18～4.77 13 12 14 

5.0 4.78～5.07 15 14 16 

5.5 5.08～5.67 16 15 17 

6.0 5.68～6.27 18 17 19 

6.5 6.28～6.57 20 19 21 

7.0 6.58～7.17 21 20 22 

7.5 7.18～7.77 23 22 24 

8.0 7.78～8.07 25 24 26 

8.5 8.08～8.67 26 25 27 

9.0 8.68～9.27 28 27 29 

9.5 9.28～9.57 30 29 31 

10.0 9.58～10.17 31 30 32 

10.5 10.18～10.77 33 32 34 

11.0 10.78～11.07 35 34 36 

11.5 11.08～11.67 36 35 37 

12.0 11.68～12.27 38 37 39 

12.5 12.28～12.57 40 39 41 

13.0 12.58～13.17 41 40 42 

13.5 13.18～13.77 43 42 44 

14.0 13.78～14.07 45 44 46 

14.5 14.08～14.67 46 45 47 

15.0 14.68～15.27 48 47 49 

15.5 15.28～15.57 50 49 51 

16.0 15.58～16.17 51 50 52 

16.5 16.18～16.77 53 52 54 

17.0 16.78～17.07 55 54 56 

17.5 17.08～17.67 56 55 57 

18.0 17.68～18.27 58 57 59 

18.5 18.28～18.57 60 59 61 

19.0 18.58～19.17 61 60 62 

19.5 19.18～19.77 63 62 64 

20.0 19.78～20.07 65 64 66 

20.5 20.08～20.67 66 65 67 

21.0 20.68～21.00 68 67 69 
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表３ Ｄ／Ｅ，ＭＤ／ＭＥ，の組合せ一覧 

表３－６ ｅ＝0.25mm pitch FLGA 

Ｄ orＥ 

リアルチップ 

サイズタイプ 

ＭＤ max 

又は 

ＭＥ max 

ＭＤ max-1 

又は 

ＭＥ max-1 

ＭＤ max+1 or 

ＭＥ max+1 

(FLGAだけに適用) 

0.51～0.75 － － 2 

0.76～1.00 2 － 3 

1.01～1.25 3 2 4 

1.26～1.50 4 3 5 

1.51～1.75 5 4 6 

1.76～2.00 6 5 7 

2.01～2.25 7 6 8 

2.26～2.50 8 7 9 

2.51～2.75 9 8 10 

2.76～3.00 10 9 11 

3.01～3.25 11 10 12 

3.26～3.50 12 11 13 

3.51～3.75 13 12 14 

3.76～4.00 14 13 15 

4.01～4.25 15 14 16 

4.26～4.50 16 15 17 

4.51～4.75 17 16 18 

4.76～5.00 18 17 19 

5.01～5.25 19 18 20 

5.26～5.50 20 19 21 

5.51～5.75 21 20 22 

5.76～6.00 22 21 23 

6.01～6.25 23 22 24 

6.26～6.50 24 23 25 

6.51～6.75 25 24 26 

6.76～7.00 26 25 27 

7.01～7.25 27 26 28 

7.26～7.50 28 27 29 

7.51～7.75 29 28 30 

7.76～8.00 30 29 31 

8.01～8.25 31 30 32 

8.26～8.50 32 31 33 

8.51～8.75 33 32 34 

8.76～9.00 34 33 35 

9.01～9.25 35 34 36 

9.26～9.50 36 35 37 

9.51～9.75 37 36 38 

9.76～10.00 38 37 39 

10.01～10.25 39 38 40 

10.26～10.50 40 39 41 

10.51～10.75 41 40 42 
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表３ Ｄ／Ｅ，ＭＤ／ＭＥ，の組合せ一覧 

表３－６ ｅ＝0.25mm pitch FLGA（つづき） 

Ｄ orＥ 

リアルチップ 

サイズタイプ 

ＭＤ max 

又は 

ＭＥ max 

ＭＤ max-1 

又は 

ＭＥ max-1 

ＭＤ max+1 or 

ＭＥ max+1 

(FLGAだけに適用) 

10.76～11.00 41 40 42 

11.01～11.26 42 41 43 

11.26～11.50 43 42 44 

11.51～11.75 44 43 45 

11.76～12.00 45 44 46 

12.01～12.25 46 45 47 

12.26～12.50 47 46 48 

12.51～12.75 48 47 49 

12.76～13.00 49 48 50 

13.01～13.25 50 49 51 

13.26～13.50 51 50 52 

13.51～13.75 52 51 53 

13.76～14.00 53 52 54 

14.01～14.25 54 53 55 

14.26～14.50 55 54 56 

14.51～14.75 56 55 57 

14.76～15.00 57 56 58 

15.01～15.25 58 57 59 

15.26～15.50 59 58 60 

15.51～15.75 60 59 61 

15.76～16.00 61 60 62 

16.01～16.25 62 61 63 

16.26～16.50 63 62 64 

16.51～16.75 64 63 65 

16.76～17.00 65 64 66 

17.01～17.25 66 65 67 

17.26～17.50 67 66 68 

17.51～17.75 68 67 69 

17.76～18.00 69 68 70 

18.01～18.25 70 69 71 

18.26～18.50 71 70 72 

18.51～18.75 72 71 73 

18.76～19.00 73 72 74 

19.01～19.25 74 73 75 

19.26～19.50 75 74 76 

19.51～19.75 76 75 77 

19.76～20.00 77 76 78 

20.01～20.25 78 77 79 

20.26～20.50 79 78 80 

20.51～20.75 80 79 81 

20.76～21.00 81 80 82 
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11. 個別規格登録 個別規格として新外形を提案する場合，半導体パッケージ標準化委員会運営規定

の附属書様式５に必要事項を記入し，規格作成手順に従い行うものとする。その際，様式５の項２. パ

ッケージ寸法表は，表４に従い，(※)印のところに該当する寸法又は文字を記入するものとする。 

 
表４ 

整理番号  

外形タイプ 
○－○FBGA○○○－○○.○○×○○.○○－○○.○○ 

○－○FLGA○○○－○○.○○×○○.○○－○○.○○ 

照合文字・他 min. Nom. max. 

Ｄ  ※  

Ｅ  ※  

ｖ   ※ 

ｗ   ※ 

Ａ   ※ 

Ａ1 ※ ※ ※ 

ｅ  ※  

ｂ ※ ※ ※ 

ｘ   ※ 

ｙ   ※ 

ｙ1   ※ 

ｎ  ※  

ＭＤ  ※  

ＭＥ  ※  

グ
ル
ー
プ
１ 

端子配置 ※ (注) 

ＳＤ  ※  

ＳＥ  ※  

ＺＤ  ※  

ＺＥ  ※  

グ
ル
ー
プ
２ 

ｂ3   ※ 

 
注 ｢端子配置｣欄には，全面配置形，千鳥配置形,周辺配置形ｘ列から選択し記載する。 

 ここで，ｘは自然数とする。これ以外の端子配置については，個別規格登録を行う場合に定義又は

図示する。 
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集積回路パッケージデザインガイドファインピッチ・ボールグリッドアレイ／ 

ファインピッチ・ランドグリッドアレイの解説 

 

1. 制定の主旨 このデザインガイドは，ファインピッチBGA及びLGA（以下，FBGA/FLGAという｡）

のパッケージ外形の業界での標準化を目指し，パッケージ自体或いは関連部品の開発に際して，その設

計のガイドラインを示すことを目的とする。 

 
2. 審議の経緯 1995年初めに電子デバイス実装技術委員会の下にCSP研究会(次世代パッケージ研究

会の前身)が発足し，CSPの調査，外形標準化の可能性などの検討がなされた。 

 CSPの標準化は，その答申を受ける形で，半導体パッケージ標準化委員会で進めることとなり，実際

の標準化作業はその下部組織であるエリアアレイパッケージサブコミティで，1995年10月より検討が

開始された。 

 近年の急速な FBGA，FLGAの市場ニーズの高まりによって，市場でのパッケージ外形の標準がないこ

とによる混乱を極力避けることを目的として，先に発行されたボールグリッドパッケージ対応のデザイ

ンガイド EIAJ EDR-7315(以下，BGAデザインガイドという。)を基に，正方形タイプのBGA，LGAのフ

ァインピッチバージョンについてまずは審議が開始され，1998年４月のエリアアレイパッケージサブ

コミティで実務的な審議が終了し，EIAJ EDR-7316(以下，FBGA/FLGAデザインガイドという。)として

発行されるに至った。 

 1990年代後半に入ると，メモリを主体としたFBGA，FLGAの市場ニーズが高まり，早急に長方形タイ

プの外形における標準化が必要とされるようになり，長方形タイプのFBGA，FLGAの標準化について1998

年 11月よりエリアアレイパッケージサブコミティにて審議が開始された。審議は，先に制定された

FBGA/FLGAデザインガイド EIAJ EDR-7316を基とし，修正・追加を加えるかたちで進められた。審議

は，1999年 5月のエリアアレイパッケージサブコミティで実務を終了し，半導体パッケージ標準化委

員会で2001年3月までの暫定規格として制定が承認され，EIAJ EDX-7316として発行されるに至った。 

その後，前記 EIAJ EDR-7316と EIAJ EDX-7316との統合作業を進め，2001年3月にエリアアレイ

パッケージサブコミティでの審議が終了し，正方形タイプと長方形タイプのデザインガイドを統合した

FBGA/FLGAデザインガイド EIAJ EDR-7316Aとして発行されるに至った。 

さらに近年，携帯機器に見られる小形化・高機能化で，LSIパッケージの小形化，高密度化が進んで

いる。端子ピッチはさらに狭くなり，LSIチップと同等サイズの LSIパッケージ形態が出てきている。

そこで2003年 12月より Ultra Fine Pitch PKG TFにて EDR-7316Aを修正する形で 0.3mm 以下の端

子ピッチ，ウエハレベルCSPの標準化を加えて審議が進められた。2005年5月，EIAJ EDR-7316Bを

発行されるに至った。 
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3. 寸法規定の背景 

(1) データム 実装において，特にファインピッチのパッケージでは，端子位置の精度が重要となる

ため，端子によって設定されるデータムを採用してきたが，JEDECとの整合をとるため，各辺の

センタよって規定する定義を採用した。規定方法の詳細は解説４．に示す。 

(2)  呼び寸法 フランジタイプは，パッケージ幅と長さの小数点以下一桁までの組合せを呼び寸法

とした。また，リアルチップサイズタイプについては，パッケージ幅と長さの小数点以下2桁(小

数点以下3桁目は切捨て)までの組合せで表示することとした。これらはCSPという概念から少数

点以下も表示することが重要であると見なしたためである。また，JEDEC規格と同様にD×Eとし

た。 

(3) パッケージ長さ，幅(Ｄ，Ｅ)の定義改正の背景 EIAJ EDR-7315（集積回路パッケージデザイ

ンガイドボールグリッドアレイ）を基準にすると，パッケージ本体を取付下面からみてインデッ

クスを左下側に配置した状態で，縦方向がパッケージ幅(Ｅ) ，横方向がパッケージ長さ(Ｄ)と

なる。この定義から次の２つの問題がもち上がった。 

(a) 市場の長方形タイプの BGAパッケージ動向に当てはめるとパッケージ幅>パッケージ長さとな

り，一般に固定観念とされているパッケージ長さ>パッケージ幅に相反する。 

(b) JEDECのデザインガイドとパッケージ長さとパッケージ幅の定義が逆である。 

 そのため，このデザインガイドは業界に混乱を与えないよう，パッケージ本体を取り付け下面か

らみて，インデックスを左下側に配置した状態で，縦方向がパッケージ長さ(Ｄ) ，横方向がパ

ッケージ幅(Ｅ)と規定することとした。 

 また，パッケージ長さ，パッケージ幅については，その大小関係は定義しないこととした。これ

は，ボールレイアウトを基準に定義したため，メモリなどの標準ボールマトリックス，チップサ

イズによってはその大小関係が逆転するためである。 

(4) パッケージ長さ，幅(Ｄ，Ｅ) 現状の技術レベルで考えると 20.00mm角程度のチップが最大

と考えられ，またBGAデザインガイドに規定されている寸法を考慮して21.00mmを最大とした。

最小値については，小形化の可能性を追従し，理論的に可能な 1.50mmとした。なお，ウエハレ

ベル CSP対象として，端子ピッチ 0.25mm，端子数 4ピンのパッケージがありうることから，パ

ッケージ長さ，幅の最小値を0.5mmまで広げた。 

(5) 取り付け高さ(Ａ) エリアアレイサブコミティで各社の実力を確認した結果，FBGAの最大取り付

け高さは2.00mm max.とした。EIAJ EDR-7303Bに従い，この技術レポートではAmax=1.00，0.80，

0.65，0.50mm（コード：V，W，U，X）を新たに追加した。また EDR-7316Bの改定では，0.5mm max.

未満の規定について，アンケートの結果から0.4mm max.，0.3mm max.を分けて規定した。 

(6) スタンドオフ高さ(Ａ１) 

(a) FBGA ボール径をピッチの 60%とした場合，シミュレーション及び実測によって，ピッチの

50%がボール高さに相当することが確認されたため，それをスタンドオフ高さの nom.値とし
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た。また，スタンドオフ高さ(A1)の規定値としてmin.表示だけにするかmin.,nom.,max.表示

にするかが審議され，ユーザでの自動実装機及び試験におけるソケットを考慮するとnom.表

示はされている方がよいとの判断からmin.,nom.,max.表示することに至った。なお，ボール

径オプションとして追加された0.8mmピッチのボール径0.45mmの場合は，減少したボール径

分を引いた0.35mmをスタンドオフ高さのnom.値として規定した。 

(b) FLGA  FLGAの端子形状には，製法上平らなタイプとバンプ状の 2タイプがあり，FBGAと区

別する意味で，A1max が0.10mm 以下のものとして定義した。 

(7) 端子直線間隔( ｅ ) 他パッケージと同じく 80%減少ルールに従い，1.00ピッチを基点として，

0.80/0.65/0.50/0.40/0.30/0.25mm とすることとした。ただし，0.25mmは端子径及びスタンドオ

フ高さが FLGAに踏襲されつつあるため FLGAだけとした。1.0mmピッチは，BGAデザインガイド

に従う。 

(8) 端子径(ｂ) 

(a) FBGA ピッチの60%を基準として規定した。ただし，0.80mmピッチのボール径については，構

造上の違いからピッチの60%(φ0.50mm)では製造が困難な場合もあり，φ0.45mm，φ0.40mmの

ボール径について追加可否の審議が行われた。その結果，ボール径0.45mmはソケット，基板の

設計基準が現行φ0.50mmと変わらないため，オプションとして追加規定するに至った。ボール

径0.40mmについては，その設計基準が変わるので追加の合意には至らなかった。 

(b) FLGA  FBGAと同様にピッチの60%を基準として規定した。ただし，プラスチックタイプは，ピ

ッチの 50%に規定した。これは，FBGAにおけるボール径をピッチの 60%とした場合，ボール取

り付け部のランド径はピッチの50%となり，FBGAとFLGAのパッケージ基板の共用，及びパター

ン配線引き回しの自由度を考慮した。セラミックタイプでは，プリント基板との線膨張係数差

が大きいため，実装時の温度サイクル特性を確保するには，端子径の 60%の大きさを必要とし

た。 

(9) パッケージ上面の平行度(y1)  

自動実装機のピックアップの性能限界を考慮して規定した。薄形化が進む中，新たに厚み及び長

さ･幅依存性で規定する議論があったが，ｙを厳しくしているため，ｙ１は超えることがない

ことから，現状どおりの規定とした。 

(10) 端子最下面の均一性(y) 同一基板に混載される QFPなどの規定を採用した。特に，端子間隔

が0.3mm以下については，基板側に供給されるはんだペーストの厚みから算出した。 

(11) 端子中心位置許容値(x) 端子直線間隔の約 10%を基準とした。0.3mmピッチ，0.25mmピッチ

については，端子径，端子径公差から，端子許容存在領域間距離を従来の 0.4mmピッチの場合と

比較した。するとこの端子許容存在範囲（定義は，EIAJ ED-7304による）間距離は 0.05mm前後

になり，実装可能レベルと判断しｘを割り出した。ウエハレベルCSPは加工方法から精度が高い

ため，全端子ピッチで公差を±0.03mmとした。 
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(12) パッケージ外形公差、及び位置精度に関する許容値(v，w) パッケージ端の許容値 v及びパ

ッケージ中心位置の許容値wについては，JEITA委員会内部でアンケート調査を行い決定した。 

ウエハレベルCSPは加工方法から精度が高いため，全端子ピッチ域で，0.05mmとした。 

(13) 端子マトリックス数(ＭＥ，ＭＤ)の規定 端子マトリックス数の最大数(以下，最大端子マトリ

ックス数という。)Ｍmax(ＭＤmax及び ＭＥmax)を，次の不等式を満足する整数とし，それを標準

端子マトリックス数として規定した。 

 
ＭＤmax≦( Ｄ -ｂmax-v-w-x-2 (E.C.))/ ｅ＋１ 

ＭＥmax≦( Ｅ -ｂmax-v-w-x-2 (E.C.))/ ｅ＋１ 

Ｄ，Ｅ :パッケージ長さ及び幅 

ｂmax :最大端子径(ｂnom+端子径公差) 

 v :パッケージ端の許容値 

 w :パッケージ中心位置の許容値 

 x :端子中心位置許容値 

 E.C. :エッジクリアランス (0.11mm) 

ｅ :端子ピッチ 

 
また，ひとつのＤ，Ｅに対して上記で求めたＭＤmax，ＭＥmaxと，それから１列少ないもの(ハー

フピッチずれ) ＭＤmax-1，ＭＥmax-1の組合せも標準端子マトリックスとして規定に加えた。さ

らにFLGAだけに，E.C.≧０を満足する範囲でＭＤmax+1，ＭＥmax+1の組合せを規定に加えた。 

(14) 端子マトリックス数算出の背景 

(a) 最大端子マトリックス数 Mmax 端子の最大端子マトリックス数 Mmaxは，当初は端子端がパッ

ケージ端よりはみ出さない範囲での最大配列可能数としていたが，FBGAに対してトレイの構造

を端子非接触とする要望があること，及びメーカやユーザでの取り扱い時に不意のボールの接

触によるボールの変形又は脱落を防止するために，端子端とパッケージ端との間にある程度の

ボールの存在しない領域(エッジクリアランス)を必要とすることが，半導体包装サブコミティ

やJEDEC JC-11から提案され，これを採用することとした。 

パッケージ端の許容値(v)は，ユーザにおいて，現段階ではパッケージ外形での位置合わせを

することがありうることを考慮に入れ数値を決めた。また，パッケージ中心位置の許容値 wは

実装における実力値から決定した。 

(b) ハーフピッチずれ最大端子マトリックス数 Mmax-1 最大端子マトリックス数Mmaxを標準端子

マトリックス数として規定するとともに，ハーフピッチずれ最大端子マトリックス数Mmax-1も，

標準端子マトリックス数として規定した。 

Mmax，Mmax-1の双方を標準端子マトリックス数として規定することにより，このデザインガ
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イド中に規定される全てのパッケージ外形について，偶数，奇数いずれの端子マトリックス数

も選択することができる。また，FLGAについては，ボールが無いため，一部のパッケージ外形

をピッチの組み合わせにおいてMmaxより一列多い配列(Mmax+1)が可能であることから，その組

み合わせにおいて(Mmax+1)を認めることとした。 

(15) 1ピン表示 ユーザ側からパッケージの方向性を実装装置がボールを利用して認識するための 

1ピン表示を設ける要望があり，表示方法について審議した。具体的な表示方法の例としては 

最内周のコーナー部にボールを一つ追加する方法と，A1のボールを一つはずす方法などが考え 

られた。しかしながら，標準として統一したインデックス表示を規定することは，次の理由に 

より合意には至らなかった。 

     4コーナーのボールを既にデポピュレーションしているパッケージや，最内周のコーナー部 

にボールを配置するスペースが設けられないパッケージが多数存在しており，また，ユーザに 

よっても1ピン表示に対しての要求が統一されていない点がその理由である。 

しかし実際には，これに準じた形で1ピン表示は実施されていくものと考えられる。 

(16) パッケージオーバーハング(ZD，ZE) 旧 EIAJ EDR-7316では，パッケージオーバーハング(ZD， 

ZE)は真の幾何学的表記である。ZD ，ZE で表していた。しかしながら，IEC規格化のステージ 

をオランダより指摘を受け，幾何学的に決定されない寸法であるとして“ZD”，“ZE”と表記 

した。 

(17) その他 EIAJ EDR-7316Bを審議するにあたり，スタンドオフ高さ(A1)と端子径(b)のNom.値に

おいて30～70％の幅をもたせ，その代わり公差を厳しくする規格にした方が良いのではない

かという意見がでた。理由は次のとおりである。 

(a) 端子形成方法により規格が合わなくなる。 

(b) BGAの場合，搭載ボールとランドによってA1とbがおのずと決まり規格のNom.値にあわせこ

めない。 

(c) BGAとLGAはランドを共用させることが多く，BGAを設計する場合にA1及びbが規格のNom.

値からずれる。 

本件をUltra Fine Pitch TFで議論した結果，規格のNom.値は設計指標であり，テストソ

ケットの標準化の観点からも固定値とするという結論に至った。 

 

4. データムの定義 従来，すべての端子中心位置から最小二乗法によって直交する2直線を算出し，

その直交する2直線をパッケージのデータムラインA，Bとしていたが，JEDECとの整合をとるため，

ボールデータム定義に変更は無いが，定義方法が明確である EIAJ ED-7304に規定されている定義を採

用するに至った。その定義について以下に示す。 

 各辺の対向するセンタ(定義は下記に記載)をそれぞれ結び，その交差してなす角度βを求める。その

βと90°との差｜90°－β｜を各辺に均等に振り分けるような直交軸を求める。その直交軸をデータム
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A，Bと定義する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説図１ 

 

各辺のセンタの定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説図２ 一辺の端子数が偶数の場合      解説図３ 一辺の端子数が奇数の場合 
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5. 審議委員 この規格の審議は，半導体パッケージ標準化委員会の集積回路パッケージサブコミティ

が行った。 

また，詳細の検討については，タスクフォース（TF）を発足し，集積回路パッケージサブコミティ参

加各社の専門技術者が参加して審議を行った。以下にその委員を示す。 
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